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(54)【発明の名称】 超音波探触子

(57)【要約】
【課題】  超音波探触子を大型化することなく、かつ多
くの超音波振動子を使用できるようにして超音波の送受
信感度を向上させる。
【解決手段】  半導体基板２１を用いて形成された複数
の超音波振動子１７との間で送受する超音波信号をオン
・オフする複数のスイッチ回路１９を、超音波振動子１
７が形成された半導体基板２１上に形成し、スイッチ回
路１９と超音波振動子１７の接続配線を半導体製造技術
によってパターン形成することを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  半導体基板を用いて形成された複数の超
音波振動子と、該各超音波振動子と送受信回路の間で送
受される超音波信号をオン・オフする複数のスイッチ回
路とを備え、前記スイッチ回路は、前記超音波振動子が
形成された前記半導体基板上に形成され、前記スイッチ
回路と前記超音波振動子の接続配線が半導体製造技術に
よって形成されてなる超音波探触子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波診断装置な
どの超音波探触子に関する。
【０００２】
【従来の技術】超音波探触子は、被検体内に超音波を送
信し、診断部位から反射するエコー信号を受信する。超
音波診断装置は、超音波探触子が受信した信号に基づい
て、診断部位における超音波診断像ないし超音波画像と
称される画像を再構築して、超音波診断装置の表示器に
表示することにより生体の様々な診断に資するものであ
る。
【０００３】超音波診断装置などの超音波の送受信を行
う超音波探触子としては、例えば、IEEE 1998 Ultrason
ics Symposium P.1877  Micromachined capacitive  tr
ansducer arrays for medical ultrasound  imaging、
X.C．Jin et al．等に記載されているように、シリコン
等の半導体基板を用いて超音波を送受信する複数の超音
波振動子（以下、適宜、振動子と略称する.）を２次元
アレイ状に配列してなる超音波探触子が提案されてい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところで、例えば、心
臓疾患などの観察のための超音波探触子は、２５００
（５０行×５０列）～４３５６（６６行×６６列）個程
度の振動子が必要になってきている。これら振動子との
間で超音波の送受信を個別に制御するためには、各振動
子に対応させてスイッチ回路を設けなければならない。
【０００５】しかしながら、このスイッチ回路を振動子
に接続するために、半導体基板の周辺部に外部のスイッ
チ回路と接続するための接続端子を配置しなければなら
ない。スイッチ回路の数は振動子の数だけ必要になるか
ら、その接続端子の数は膨大になる。その結果、半導体
基板上の接続端子の領域が大きくなり、超音波探触子が
大きくなって、使い難くなるなどの問題がある。
【０００６】このような問題に対応するため、従来は、
使用する振動子の数を減らして用いることが考えられて
いる。例えば、膨大な超音波振動子群の中の２００個～
５００個程度の振動子のみを用いるのである。しかし、
一部の振動子しか超音波の送受信に利用しないようにす
ると、超音波探触子の超音波の送受信感度が十分に得ら
れないという問題がある。本発明の課題は、超音波探触
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子を大型化することなく、かつ多くの超音波振動子を使
用できるようにして超音波の送受信感度を向上させるこ
とにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を次
の手段により解決する。すなわち、半導体基板を用いて
形成された複数の超音波振動子と、この超音波振動子と
送受信回路の間で送受される超音波信号をオン・オフす
る複数のスイッチ回路とを備え、このスイッチ回路は、
前記超音波振動子が形成された前記半導体基板上に形成
され、前記スイッチ回路と前記超音波振動子の接続配線
が半導体製造技術によってパターン形成されてなること
を特徴とする。
【０００８】このように、超音波振動子が形成された半
導体基板上にスイッチ回路を形成し超音波振動子とスイ
ッチ回路との接続配線を半導体製造技術でパターン形成
したので、超音波振動子とスイッチ回路との接続端子が
不要になる。その結果、接続端子の形成領域が不要にな
り、超音波探触子を小型化できる。ところで、各振動子
は任意に可変設定される１又は複数のチャンネルに単独
で又は重複して割り付けられることから、スイッチ回路
は１つの振動子に対して必要なチャンネル数のスイッチ
素子を並列に接続して形成される。しかし、スイッチ回
路の大きさは振動子に比べて十分に小さいから、同一基
板に形成することは容易である。また、スイッチ回路を
振動子に対して層状に形成すれば、半導体基板の面積の
増大を抑えることができる。
【０００９】つまり、本発明によれば、基板に必要な外
部の回路との接続端子の数を制御信号の接続端子を除い
て、各スイッチ回路に共通接続される送受信チャンネル
数、例えば１２８チャンネルの接続端子に低減でき、超
音波探触子を大型化することなく、多くの超音波振動子
を超音波の送受信に利用でき、超音波探触子の超音波の
送受信感度を向上することができる。
【００１０】また、上述したように、各スイッチ回路は
チャンネル数に応じたスイッチ素子を有することから、
選択されるチャンネル指令に応じて対応するスイッチ素
子をオン、オフ制御する必要がある。このスイッチング
制御は、周知のように、超音波診断装置本体の制御回路
から出力されるチャンネル選択指令に基いて、探触子イ
ンターフェイスにより行なわれる。すなわち、探触子イ
ンターフェース回路は、超音波送信回路から出力される
超音波信号をチャンネル毎に分配する回路と、各超音波
振動子に対応する各スイッチ回路の接続制御情報、つま
りチャンネル選択指令に応答してどのスイッチ回路をオ
ンするかの情報を格納するスイッチ制御ＲＡＭを有する
ものとし、本発明に係る超音波探触子に組み込むのが好
ましい。
【００１１】また、スイッチ回路は、多層構造とするこ
ともできる。これによれば、更にスイッチ回路の小型化
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が可能となり、振動子や超音波送受信チャンネルの数が
増大しても、スイッチ回路の大型化を抑制することがで
きるので好ましい。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図１～図６を参照して説明する。図１は、本発明の
一実施の形態に係る超音波探触子を含んでなる超音波診
断装置の主要部の構成図である。図２は、図１の超音波
探触子における超音波振動子と送受信チャンネルの割り
付けを説明する説明図である。図３は、図２の接続にお
ける超音波探触子の超音波の送受信方向を示す概略図で
ある。図４は、図１の超音波探触子の振動子とスイッチ
回路の構成図である。図５は、図１の超音波探触子にお
ける超音波の他の送受信方向を示す概略図である。図６
は、図５の超音波の送受信方向における超音波探触子の
超音波振動子と送受信チャンネルとの割り付け関係を説
明する説明図である。
【００１３】まず、超音波診断装置の全体の概略構成に
ついて図１を参照して説明する。超音波診断装置は、図
１に示すように、被検体の計測対象の部位に対して超音
波の送受信を行う超音波探触子（以下、単に探触子と称
する）１と、この探触子１が受信した受信信号に基づい
て、画像を再構成する超音波診断装置の本体３と、この
本体３により生成された画像などを表示する表示モニタ
５とを有して構成されている。探触子１と本体３とは、
探触子ケーブル７により接続されている。
【００１４】超音波診断装置の本体３は、送信回路９
と、受信回路１１と、断層像表示回路１３と、制御回路
１５とを含んで構成されている。送信回路９と受信回路
１１は、探触子ケーブル７を介して探触子１と接続され
ている。また、受信回路１１は、断層像表示回路１３に
接続され、この断層像表示回路１３は、表示モニタ５に
接続されている。送信回路９は、探触子１に送信波に対
し送信フォーカス処理をして送信する。受信回路１１
は、探触子１から出力される受信波の位相を合わせる整
相手段を含んで構成されている。断層像表示回路１３
は、受信回路１１により整相処理された受信信号を入力
とし、受信信号に基づいて超音波断層像、例えば、Ｂモ
ード像を再構成する。制御回路１５は、超音波装置全体
の動作を制御する。
【００１５】探触子１は、複数の超音波振動子（以下、
単に振動子と称する）１７と各振動子１７に対応して設
けられるスイッチ回路１９とが設けられた基板２１と、
インターフェース回路２３とを含んで構成されている。
超音波を送受する振動子１７は、複数の送受信チャンネ
ルを切り換えるスイッチ回路１９とともに、例えば、シ
リコンなどの半導体で形成された基板２１上に設けられ
ている。振動子１７は、スイッチ回路１９を介してイン
ターフェース回路２３と接続され、インターフェース回
路２３は、探触子ケーブル７を介して送信回路９および
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受信回路１１と接続されている。また、インターフェー
ス回路２３は、その回路内にスイッチ制御ＲＡＭ２５を
有している。インターフェース回路２３は、本体３から
スイッチ回路１９の制御情報を受けてスイッチ回路１９
のスイッチング素子を制御する。そして、スイッチ制御
ＲＡＭ２５は、制御回路１５から出力される振動子１７
とスイッチ回路１９の接続情報を格納する。
【００１６】次に、本実施の形態の探触子における特徴
部の詳細構成について、動作とともに説明する。探触子
１の先端部には、図２に示すように、振動子１７－１～
１７－４および図示しない他の複数の振動子により振動
子面３５が形成され、この振動子面３５の上層には、図
示しない整合層などが設けられている。また、振動子面
３５の下層には、送受信の遅延時間がほぼ等しい複数の
振動子を束ねるように制御する図示しないスイッチ回路
が設けられている。このように、スイッチ回路、振動
子、整合層などにより探触子１の先端部が形成され、探
触子１の後端部には、図３に示すように、探触子ケーブ
ル７が接続されている。
【００１７】次に、探触子１の主要な回路の接続につい
て、図４を参照して説明する。図４には、探触子１に設
けられた振動子の一部と、それに接続される回路の一部
が示されている。  各振動子１７は、図４に示すよう
に、それぞれスイッチ回路１９と接続されている。各ス
イッチ回路１９は、それぞれ送受信チャンネル数に対応
する数、例えば、１２８チャンネルに対応して１２８個
のスイッチ素子を含んで構成されている。この場合、各
スイッチ素子の片側の電極は、それぞれの振動子１７に
共通に接続される。
【００１８】各スイッチ回路１９の各スイッチング素子
は、それぞれデコーダ回路４７と接続され、各デコーダ
回路４７は、それぞれラッチ回路５５と接続されてい
る。各ラッチ回路５５は、それぞれアドレスデコーダ回
路６３と接続されるとともに、インターフェース回路２
３とも接続されている。つまり、インターフェース回路
２３と各スイッチ回路１９の各スイッチング素子との間
に、デコーダ回路４７とラッチ回路５５とアドレスデコ
ーダ回路６３とが設けられている。また、各振動子１７
は、それぞれのスイッチ回路１９を介して、送信回路９
より超音波信号が送信されるとともに、受信した超音波
信号を受信回路１１に送信する。
【００１９】このように構成された超音波診断装置にお
いて、各振動子１７に対する各送受信チャンネルの関係
は、予め、送受信する超音波のビーム方向に応じて、制
御回路１５からインターフェース回路２３に指令が出力
される。つまり、送信回路９が超音波を送信する前に、
送受信する超音波のビーム方向を決定する各振動子１７
の送受信チャンネルのスイッチ接続情報が、制御回路１
５からインターフェース回路２３のスイッチ制御ＲＡＭ
２５に送られる。その後、ビーム方向の指令が、制御回
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路１５からインターフェース回路２３に出力される。イ
ンターフェース回路２３は、制御回路１５からの指令に
基づいて、スイッチ制御ＲＡＭ２５にアクセスして、ス
イッチ制御ＲＡＭ２５に蓄えられた各スイッチ回路１９
のスイッチ接続情報の該当部分を読み出す。スイッチ制
御ＲＡＭ２５から読み出されたスイッチ接続情報は、各
ラッチ回路５５に送信され一時格納される。
【００２０】一方、各アドレスデコーダ回路６３には、
それぞれの振動子１７のアドレスが格納されている。こ
の格納されたアドレスとインターフェース回路２３から
送られるアドレスがとが一致した場合に、アドレスデコ
ーダ回路６３は、それぞれ接続されたラッチ回路５５に
ラッチ信号を送信する。
【００２１】このアドレスデコーダ回路６３からのラッ
チ信号が送信されると、各ラッチ回路５５に一時格納さ
れたスイッチ接続情報は、各ラッチ回路５５からそれぞ
れデコーダ回路４７に送られる。各デコーダ回路４７
は、それぞれラッチ回路５５より送信されたスイッチ接
続情報をデコードして、それぞれスイッチ回路１９に送
信する。各スイッチ回路１９は、このデコードされた信
号により指定された送受信チャンネルに対応するスイッ
チ素子をオンし、各振動子１７に送信回路９から送信信
号が送信される。
【００２２】例えば、二次元状に配置された２５００個
～４３５６個の振動子１７をすべて用いて、送受信チャ
ンネル数を１２８として、図３に示すように、探触子１
の振動子面３５を鉛直下向きにして、中心直下方向へ超
音波の送受信を行う場合、インターフェース回路２３
は、図２に示すように、振動子面３５の振動子１７－１
および１７－２を含む中心部を中心とした同心円状に設
定されたチャンネルに応じて、スイッチ回路１９のスイ
ッチング素子をオンするように制御すればよい。つま
り、中心チャンネルに接続されるべき振動子１７－１，
１７－２は、送受信チャンネルｃｈ１と接続して、実際
の超音波の送受信を行い、また、中心チャンネルの隣の
送受信チャンネルに接続されるべき振動子１７－３，１
７－４は、送受信チャンネルｃｈ２と接続し、そのすぐ
外周部の図示しない複数の振動子を送受信チャンネルｃ
ｈ３と接続し、更にその外周部を送受信チャンネルｃｈ
４と接続する。このように、中心部から外周部へ向かっ
て送受信チャンネルを順次指定して、実際の超音波の送
受信を行う。
【００２３】また、送受信チャンネル数を１２８とする
と、スイッチ制御ＲＡＭ２５から読み出されるスイッチ
の接続情報のＢｉｔ長は、どの送受信チャンネルにも接
続しないという条件を加え、８Ｂｉｔにエンコードされ
ていればよいことになり、インターフェース回路２３か
らは、各ラッチ回路５５に８Ｂｉｔのパラレル信号が送
信される。
【００２４】ここで、各振動子１７に対する各送受信チ
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ャンネルの関係は、予め、制御回路１５からインターフ
ェース回路２３に指令が出力される。つまり、振動子１
７－１，１７－２はｃｈ１と接続し、振動子１７－３，
１７－４はｃｈ２と接続するというスイッチ接続情報
が、制御回路１５からインターフェース回路２３のスイ
ッチ制御ＲＡＭ２５に送られる。
【００２５】インターフェース回路２３は、制御回路１
５からの指令に基づいて、スイッチ制御ＲＡＭ２５にア
クセスして、ｃｈ１のスイッチ接続情報を読み出し、各
ラッチ回路５５に出力するとともに、ラッチクロックを
出力する。ラッチ回路５５は、送信されたラッチクロッ
クで指定された間だけラッチ回路５５のオン状態を維持
する。
【００２６】また、インターフェース回路２３は、各ア
ドレスデコーダ回路６３に、振動子１７－１，１７－２
を選択するアドレス信号を送信する。アドレスデコーダ
回路６３－１，６３－２は、それぞれ自分のアドレスに
該当するアドレス信号が送られると、送られたアドレス
信号をデコードして、ラッチ回路５５－１，５５－２に
オン信号を送信する。一方、アドレスデコーダ回路６３
－３，６３－４は、自分のアドレスと送信されたアドレ
ス信号に該当しないので、アドレス信号をデコードしな
い。
【００２７】アドレスデコーダ回路６３－１，６３－２
からオン信号が送信されたラッチ回路５５－１，５５－
２は、オン状態となり、一時格納されたｃｈ１のスイッ
チ接続情報をそれぞれデコーダ回路４７－１，４７－２
に送信する。ラッチ回路５５－１，５５－２よりｃｈ１
のスイッチ接続情報が送られたデコーダ回路４７－１，
４７－２は、それぞれスイッチ回路１９－１，１９－２
にｃｈ１とのスイッチ接続情報をデコードして送信す
る。スイッチ回路１９－１，１９－２のｃｈ１に該当す
るスイッチ素子は、それぞれデコーダ回路４７－１，４
７－２からの信号に基づき閉じられて、振動子１７－
１，１７－２がｃｈ１に接続される。
【００２８】つまり、ｃｈ１に接続される振動子１７－
１，１７－２のデコーダ回路４７－１，４７－２に入力
される接続情報に基づき、スイッチ回路１９－１，１９
－２のｃｈ１のスイッチ素子だけが閉じて、その他ｃｈ
２～ｃｈ１２８のスイッチ素子は開くように制御され
る。
【００２９】ここで、ラッチ回路５５－１，５５－２
は、インターフェース回路２３より送信されたラッチク
ロックにより指定された時間、オン状態を維持して、指
定時間が経過するとオン状態が解除され、ラッチ回路５
５－１，５５－２は、オフ状態となる。
【００３０】振動子１７－３，１７－４とｃｈ２の接続
動作も同様に、インターフェース回路２３が、振動子１
７をｃｈ２と接続するスイッチ接続情報を読み出し、各
ラッチ回路５５に出力するとともに、ラッチクロックを
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7
出力することにより、振動子１７－３，１７－４にそれ
ぞれ接続されているスイッチ回路１９－３，１９－４の
ｃｈ２のスイッチ素子が閉じ、他の送受信チャンネルと
接続するスイッチ素子は開いている状態となる。
【００３１】このように、振動子１７－１，１７－２
は、ともにｃｈ１に並列接続し、束ねられた状態とな
り、振動子１７－３，１７－４は、ともにｃｈ２に並列
接続し、束ねられた状態となる。
【００３２】各送受信チャンネル毎に束ねられた複数の
振動子１７はそれぞれチャンネル毎に独立に被検体の診
断部位に対し超音波の送信と、被検体の診断部位からの
超音波の反射信号の受信を行う。振動子１７群が受信し
た受信信号は、探触子１から探触子ケーブル７を介し
て、超音波診断装置の本体３に送られる。本体３は、探
触子１から出力される受信信号を基に、受信回路１１に
て整相処理を行い、断層像表示回路１３にて超音波断層
像等を再構成する。本体３により再構成された超音波断
層像は、表示モニタ５により表示出力される。
【００３３】このとき、各スイッチ回路１９は、送受信
の遅延時間がほぼ等しい複数の振動子１７を束ねて、１
つの送受信チャンネルに接続する。このようにすれば、
振動子１７の数に対して、チャンネル数が少なくても束
ねた分だけ多くの振動子１７を超音波送受信チャンネル
に接続することができる。
【００３４】また、本実施の形態の探触子１は、上記実
施の形態と異なる方向に超音波の送受信を行うこともで
きる。例えば、図５に示すように、振動子面３５に対し
て左斜め下方向に超音波の送受信を行う場合、図６に示
すように、振動子面３５の左下端部にある振動子１７－
５を中心とした同心円状に各スイッチ回路１９の開閉を
制御すればよい。つまり、振動子面３５に対して左斜め
下方向に超音波の送受信を行う場合の送受信チヤンネル
による振動子１７の束ね方は、図２に示すような中心部
を中心とした同心円状に束ねるのではなく、図６に示す
ように、振動子面３５の左下端部の振動子１７－５とそ
の周囲の図示しない複数の振動子とをチャンネルｃｈ１
に束ねて、振動子１７－５を中心とした同心円の外周部
にｃｈ２を束ね、ｃｈ２の外周部にｃｈ３を束ね、更に
ｃｈ３の外周部にｃｈ４を束ねるといった形で、各スイ
ッチ回路１９の開閉を制御すればよい。
【００３５】このように、インターフェース回路２３の
スイッチ制御ＲＡＭ２５は、各振動子１７につながる各
スイッチ回路１９をそれぞれ個別に開閉制御することが
できるので、振動子面３５に対して任意の方向に超音波
の送受信を行うことができる。
【００３６】ここで、従来の探触子について説明する。
例えば、医用の超音波診断装置で用いる超音波信号の帯
域は、およそ２～１０ＭＨｚの帯域である。１つの振動
子の大きさは超音波の波長により制限されるので、およ
そ０．２～０．６ｍｍ程度の大きさとなる。従来の探触
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子は、例えば、心臓疾患の観察のために、１５～２０ｍ
ｍ角程度の振動子群が必要なため、１つの振動子を０．
３ｍｍとするならば、２５００（５０行×５０列）～４
５３６（６６行×６６列）個程度の振動子群が必要とな
る。
【００３７】これら素子を個別に送受信の制御を行う場
合、素子数と同数の端子が半導体基板に必要となる。近
年の半導体製造技術では、半導体内部セルはサブミクロ
ンの技術が確立しているが、端子部分にはワイヤーボン
ディング等を施す必要があるため、半導体内部ほどには
微細加工はできず、せいぜい数百マイクロメートル毎に
しか端子を設けることができない。即ち、探触子に設け
られた全ての振動子の制御を実施するため、全ての振動
子に対応する接続端子も設けようとすれば、振動子群の
寸法より端子群の寸法が大きくなる。これを医用の超音
波診断装置の探触子として用いる場合、被検体に対して
探触子を当てにくくなるため実用的ではない。
【００３８】そこで、従来は、膨大な振動子群の中から
せいせい２００～５００程度の振動子のみを用いて超音
波の送受信を行っている。この場合、現在の半導体製造
技術では、この程度の数の端子に対して信号の送受信を
行うことは困難ではない。しかし、一部の振動子しか超
音波の送受信に利用しないため、超音波送受信感度が十
分でないという問題があった。
【００３９】これに対し、本発明の探触子１は、半導体
基板２１上に振動子１７とスイッチ回路１９を設け、各
振動子１７と各スイッチ回路１９の接続を半導体製造技
術で行うことにより、探触子１内の半導体基板２１に必
要とする端子は、送受信チャンネル総数と、他の制御信
号などと接続する端子となり、半導体基板２１の端子数
を減少することができる。その結果、探触子１を大型化
することなく、基板２１上に設けられた全ての振動子１
７を、スイッチ回路１９と接続できるので、探触子１に
設けられた全ての振動子１７を超音波の送受信に使用で
き、探触子１の超音波の送受信感度を向上することがで
きる。
【００４０】また、上記第１の実施形態の探触子１に代
えて、探触子は、図７～図１０に示すような構成とする
こともできる。図７は、他の実施の形態における探触子
の概略図である。図８は、他の実施の形態おける探触子
の動作を説明する説明図である。図９は、短軸走査位置
が中央、長軸走査位置が走査開始端部の場合における振
動子と送受信チャンネルとの接続状況を説明する説明図
である。図１０は、短軸走査位置が同じで、長軸走査位
置を１つずらした状態での、振動子と送受信チャンネル
との接続状況を示す説明する説明図である。
【００４１】他の実施形態の探触子６９は、図７に示す
ように、先端部に振動子７１および図示しない複数の振
動子により長方形の振動子面７５が形成され、後端部に
探触子ケーブル７が接続されている。このとき、長方形
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9
の振動子面７５の長辺を長軸、短辺を短軸する。例え
ば、各振動子７１は、図８に示すように、それぞれ対応
するスイッチ回路８２と接続されている。各スイッチ回
路８２は、それぞれデコーダ回路８３と接続され、各デ
コーダ回路８３は、それぞれラッチ回路９１と接続され
ている。長軸の走査開始位置に該当するラッチ回路９１
－１は、図示しないインターフェース回路と接続され、
インターフェース回路よりラッチ回路９１－１に、ラッ
チクロックとスイッチ接続情報が送信される。また、各
振動子７１は、それぞれのスイッチ回路８２を介して、
図示しない送信回路より超音波信号が送信されるととも
に、受信した超音波信号を図示しない受信回路に送信し
ている。
【００４２】長軸の走査開始位置に該当するラッチ回路
９１－１は、図示しないインターフェース回路と接続さ
れるとともに、次段のラッチ回路９１－２と接続され
る。ラッチ回路９１－２は、ラッチ回路９１－２の次段
に設けられたラッチ回路９１－３と接続されている。つ
まり、振動子７１につながるスイッチ回路８２へ接続信
号を送るラッチ回路９１は、走査開始位置に該当するラ
ッチ回路９１－１から走査方向に沿って順次直列につな
がって、各ラッチ回路９１が、シフトレジスタとしての
動作をする。
【００４３】長方形に形成された振動子面７５におい
て、超音波の送受信の走査を、図７に示すように、先ず
長軸方向に走査し、長軸方向に走査し終わったら、隣接
する短軸の、長軸方向に走査するものとする。例えば、
長軸１０１－１を長軸方向に沿って走査し、長軸１０１
－１の走査が終了すると、隣接する長軸１０１－２に移
行して、つまり、短軸方向に走査を移行し、長軸１０１
－２を長軸１０１－１とは逆方向へ長軸方向に沿って走
査する場合の動作について図を参照して説明する。
【００４４】図１０に、短軸走査位置が中央、長軸走査
位置が走査開始端部の場合の、各回路の接続状況を示
す。図１１に、短軸走査位置は同じで、長軸走査位置を
１つずらした状態での各回路の接続状況を示す。スイッ
チ回路は、図１０に示すように、短軸の走査位置、長軸
の走査開始位置を中心とした同心円状にスイッチの接続
が設定されている。
【００４５】ここで、長軸方向に１つ走査が進むという
ことは、インターフェース回路およびスイッチ制御ＲＡ
Ｍは、Ｌ０列の振動子７１－１のスイッチ回路８２－１
に、新しいスイッチ接続情報を伝達するとともに、Ｌ０
列の振動子７１－１のスイッチ接続情報をＬ１列のスイ
ッチ回路８２－２に移し、Ｌ１列の振動子７１－２のス
イッチ接続情報をＬ２列のスイッチ回路８２－３に移す
ことに相当する。従って、超音波走査方向が長軸方向の
場合、超音波走査の変化分のみ、インターフェース回路
およびスイッチ制御ＲＡＭは、スイッチ接続情報を、Ｌ
０列の振動子７１－１のスイッチ回路８２－１に伝達す*
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*ればよいので、スイッチ回路８２－１に接続されるラッ
チ回路９１－１にスイッチ接続情報を送ればよいことに
なる。
【００４６】また、探触子６９の短軸方向の走査位置が
変わったならば、インターフェース回路およびスイッチ
制御ＲＡＭは、各振動子７１につながるスイッチ回路８
２に対して、任意の短軸走査面での初期接続情報をスイ
ッチ回路８２に伝達すればよい。例えば、探触子６９の
短軸の走査面が変わった場合、全てのスイッチ回路８２
を開状態にした後、Ｌ６３列のスイッチ接続情報を伝達
し、次にＬ６２列のスイッチ接続情報を伝達、このよう
な動作をＬ０列まで操り返すことにより、走査を行うこ
とができる。このように、初期接続情報をスイッチ回路
８２に伝達後、通常の長軸方向の走査を行うことによ
り、短軸方向の走査面の変更が可能となる。
【００４７】このような構成とすることにより、インタ
ーフェース回路のスイッチ制御ＲＡＭは、各振動子７１
につながる各スイッチ回路８２に対し、各々異なった開
閉制御を行う必要がなく、振動子７１により形成される
振動子面７５の法線方向に対して垂直な方向への超音波
の送受信を行うことができ、各振動子７１につながる各
スイッチ回路８２の開閉制御を簡略化することができ
る。
【００４８】このような探触子６９は、超音波装置の本
体３および表示モニタ５ともに使用することにより、振
動子面３５の法線方向に対して垂直な方向への超音波の
送受信を、半導体の基板２１の端子数を少ない状態で実
現でき、かつ、超音波送受信の感度が良い超音波断層像
を得ることができる。
【００４９】また、上記の実施形態において、スイッチ
回路１９，８２は、多層構造とすることもできる。これ
によれば、更にスイッチ回路１９，８２の小型化が可能
となり、振動子や超音波送受信チャンネルの数が増大し
ても、スイッチ回路の大型化を抑制することができるの
で好ましい。
【００５０】また、本発明に係る探触子１および探触子
６９によれば、超音波診断装置における超音波の送受信
感度が向上し、超音波診断装置の使用者は、診断に有効
な画像を得ることができ、超音波診断装置をより診断に
役立たせることかできる。
【００５１】
【発明の効果】本発明によれば、超音波探触子を大型化
することなく、かつ多くの超音波振動子を使用できるよ
うにして超音波送受信感度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る探触子を含んでなる
超音波診断装置の主要部の構成図である。
【図２】振動子と送受信チャンネルの割り付け関係を説
明する説明図である。
【図３】図２のチャンネル割り付けの場合の探触子の超
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音波の送受信方向を示す概略図である。
【図４】振動子とスイッチ回路との構成図である。
【図５】超音波探触子の超音波の他の送受信方向を示す
概略図である。
【図６】図５の超音波の送受信方向における探触子の振
動子と送受信チャンネルとの接続を説明する説明図であ
る。
【図７】他の実施の形態の探触子の概略図である。
【図８】図７の探触子の動作を説明する説明図である。
【図９】図７の探触子の短軸走査位置が中央、長軸走査
位置が走査開始端部の場合におけるチャンネルの割り付
けを説明する説明図である。
【図１０】図９と短軸走査位置が同じで、長軸走査位置
を１つずらした状態におけるチャンネルの割り付けを説
明する説明図である。 *
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*【符号の説明】
１  超音波探触子
５  表示モニタ
９  送信回路
１１  受信回路
１３  断層像表示回路
１５  制御回路
１７，７１  超音波振動子
１９，８２  スイッチ回路
２１  基板
２３  インターフェース回路
２５  スイッチ制御ＲＡＭ
４７，８３  デコーダ回路
５５，９１  ラッチ回路
６３  アドレスデコーダ回路

【図１】 【図３】

【図７】
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